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125℃高温度表面実装タイプ 

縦形チップアルミ電解コンデンサ

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。
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アルチップＴＭ_ MHSシリーズ

・125℃5,000時間保証。
・高温・高信頼性用途に最適（基地局電源等）。
・高温リフロー対応（3回）。
・耐振動構造品も対応可能。
・AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせ下さい。

◆規格表
項　  目 性　　　　　能

カテゴリ温度範囲 － 40 ～＋ 125℃
定格電圧範囲 16 ～ 100Vdc

静電容量許容差 ± 20%（M） (20℃、120Hz)
漏れ電流 I ＝ 0.03CV 以下   

I：漏れ電流（μA）、C：公称静電容量（μF）、V：定格電圧（Vdc） （20℃、2 分値）
損失角の正接 (tan δ ) 定格電圧 (Vdc) 16V 25V 35V 50V 63V 80V 100V

tan δ (Max.) 0.18 0.14 0.14 0.14 0.14 0.12 0.10
但し、1,000 μ F を超えるものについては、1,000 μ F 増す毎に 0.02 を加えた値とする。 (20℃、120Hz)

温度特性

（インピーダンス比
右表の値以下　 ）

定格電圧 (Vdc) 16V 25V 35V 50V 63V 80V 100V
Z( ー25℃ ) ／ Z(＋20℃） 3 2 2 2 2 2 2
Z( ー40℃ ) ／ Z(＋20℃ ) 6 4 3 3 3 3 3 (120Hz)

耐久性 125℃において定格電圧を 5,000 時間印加後、20℃に復帰させ測定を行なったとき、下記を満足すること
静電容量変化率 初期値の± 30％以内
損失角の正接 初期規格値の 300％以下
漏れ電流 初期規格値以下

高温無負荷特性 125℃において電圧を印加せず 1,000 時間放置後、20℃に復帰させ試験前処理 (JIS C 5101-4 4.1 項 ) の後、 測定を行なったとき、下記を満足すること
静電容量変化率 初期値の± 30％以内
損失角の正接 初期規格値の 300％以下
漏れ電流 初期規格値以下

高温度
RoHS2
適合品

耐洗浄面実装

サイズ
コード D L A B C W P

KE0 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 1.0 ～ 1.3 4.2
KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 1.0 ～ 1.3 4.2
LH0 16 16.5 17.0 17.0 18.0 1.0 ～ 1.3 6.5
LN0 16 21.5 17.0 17.0 18.0 1.0 ～ 1.3 6.5
MH0 18 16.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ～ 1.3 6.5
MN0 18 21.5 19.0 19.0 20.0 1.0 ～ 1.3 6.5

◆寸法図  (CE32 形 )［mm］
●端子コード : A
  ●サイズコード : KE0 ～ MN0
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◆品番体系
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●端子コード : G（耐振構造）
  ●サイズコード : KE0 ～ MN0（補助端子付き）
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◆標準品一覧表

WV
(Vdc)

Cap
(μF) サイズコード

等価直列抵抗
( Ω max./100kHz) 定格リプル電流

(mArms/ 125℃ , 100kHz) 品番

20℃ -40℃

16

1,500 KE0 0.087 1.1 1,060 EMHS160 □ RA152MKE0S
2,000 KG5 0.070 0.84 1,160 EMHS160 □ RA202MKG5S
2,700 LH0 0.057 0.59 1,900 EMHS160 □ RA272MLH0S
3,600 MH0 0.055 0.44 2,000 EMHS160 □ RA362MMH0S
4,700 LN0 0.037 0.39 2,520 EMHS160 □ RA472MLN0S
6,200 MN0 0.036 0.28 2,570 EMHS160 □ RA622MMN0S

25

1,000 KE0 0.087 1.1 1,060 EMHS250 □ RA102MKE0S
1,300 KG5 0.070 0.84 1,160 EMHS250 □ RA132MKG5S
1,800 LH0 0.057 0.59 1,900 EMHS250 □ RA182MLH0S
2,400 MH0 0.055 0.44 2,000 EMHS250 □ RA242MMH0S
3,300 LN0 0.037 0.39 2,520 EMHS250 □ RA332MLN0S
4,300 MN0 0.036 0.28 2,570 EMHS250 □ RA432MMN0S

35

680 KE0 0.087 1.1 1,060 EMHS350 □ RA681MKE0S
820 KG5 0.070 0.84 1,160 EMHS350 □ RA821MKG5S

1,200 LH0 0.057 0.59 1,900 EMHS350 □ RA122MLH0S
1,500 MH0 0.055 0.44 2,000 EMHS350 □ RA152MMH0S
2,000 LN0 0.037 0.39 2,520 EMHS350 □ RA202MLN0S
2,400 MN0 0.036 0.28 2,570 EMHS350 □ RA242MMN0S

50

360 KE0 0.16 2.0 880 EMHS500 □ RA361MKE0S
470 KG5 0.12 1.5 970 EMHS500 □ RA471MKG5S
560 LH0 0.088 0.94 1,640 EMHS500 □ RA561MLH0S
750 MH0 0.085 0.78 1,720 EMHS500 □ RA751MMH0S

1,000 LN0 0.056 0.61 2,230 EMHS500 □ RA102MLN0S
1,300 MN0 0.053 0.45 2,300 EMHS500 □ RA132MMN0S

63

240 KE0 0.17 2.5 920 EMHS630 □ RA241MKE0S
330 KG5 0.13 1.8 1,030 EMHS630 □ RA331MKG5S
430 LH0 0.098 1.3 1,640 EMHS630 □ RA431MLH0S
560 MH0 0.091 0.98 1,720 EMHS630 □ RA561MMH0S
680 LN0 0.063 0.80 2,230 EMHS630 □ RA681MLN0S
910 MN0 0.059 0.59 2,300 EMHS630 □ RA911MMN0S

80

180 KE0 0.17 2.5 920 EMHS800 □ RA181MKE0S
240 KG5 0.13 1.8 1,030 EMHS800 □ RA241MKG5S
270 LH0 0.098 1.3 1,640 EMHS800 □ RA271MLH0S
360 MH0 0.091 0.98 1,720 EMHS800 □ RA361MMH0S
430 LN0 0.063 0.80 2,230 EMHS800 □ RA431MLN0S
560 MN0 0.059 0.59 2,300 EMHS800 □ RA561MMN0S

100

110 KE0 0.17 2.5 920 EMHS101 □ RA111MKE0S
150 KG5 0.13 1.8 1,030 EMHS101 □ RA151MKG5S
160 LH0 0.098 1.3 1,640 EMHS101 □ RA161MLH0S
200 MH0 0.091 0.98 1,720 EMHS101 □ RA201MMH0S
240 LN0 0.063 0.80 2,230 EMHS101 □ RA241MLN0S
330 MN0 0.059 0.59 2,300 EMHS101 □ RA331MMN0S

□には端子コードが入ります。

◆定格リプル電流周波数補正係数
リプル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合は、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。
●周波数補正係数					              

静電容量 (μF)　                    周波数 (Hz) 120 1k 10k 100k
10 ～ 200 0.40 0.75 0.90 1.00

240 ～ 560 0.50 0.85 0.94 1.00
680 ～ 2,000 0.60 0.87 0.95 1.00

2,400 ～ 4,300 0.75 0.90 0.95 1.00
4,700 ～ 6,200 0.85 0.95 0.98 1.00

※アルミ電解コンデンサの劣化はリプル電流重畳による自己発熱温度上昇により、5℃上昇するごとに 2 倍の寿命加速となります。
　長寿命を期待する場合はリプル電流を低減してご使用下さい。
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◆はんだ付け推奨条件
ガラスエポキシ基板（KE0 ～ KG5：90L × 50W × 0.8t mm、LH0 ～ MN0：180L × 90W × 0.8tmm、レジスト付）上にクリームは
んだを用いてはんだ付けを行なった場合の、
製品上部及び端子部温度、時間の推奨範囲は下表の通りです。
リフロー回数は、3 回までとします。
但し、1 回目、2 回目のリフロー後に、必ずコンデンサの温度が室温（5 ～ 35℃）まで充分に冷えたことをご確認の上、
2 回目、3 回目のリフローを行って下さい。

●リフロープロファイル
はんだ付け方法：エアリフロー法または赤外線リフロー法

サイズコード プレヒート 217℃を超える時間 240℃を超える時間 ピーク温度 リフロー回数

KE0 ～ MN0
150 ～ 180℃

120 秒以内
70 秒以内 20 秒以内 245℃以下 3 回以下

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサはんだ付け推奨条件
◆チップ形はんだ付け推奨条件

ガラスエポキシ基板（90L×50W×0.8t mm、レジスト付）上にクリームはんだを用いてはんだ付けを行なった
場合の、製品上部及び端子部温度、時間の推奨範囲は下表の通りです。
リフロー回数は、2回までとします。但し、1回目のリフロー後に、必ずコンデンサの温度が室温（5～35℃）
まで充分に冷えたことをご確認の上、2回目のリフローを行って下さい。

c

bb a

製品外形 内：ランド

● 推奨ランド寸法

F61, F80

HA0, JA0
150～180℃
120秒以内

50秒以内 40秒以内 260℃以下 2回以下

2回の場合
1回の場合260℃以下

245℃以下
40秒以内50秒以内

プレヒート 217℃を
越える時間

230℃を
越える時間 ピーク温度 リフロー回数

● リフロープロファイル
　はんだ付け方法：エアリフロー法または赤外線リフロー法

製
品
上
部
温
度
（
℃
）

お
よ
び

製
品
端
子
部
温
度
（
℃
）

サイズ
コード

サイズコード
F61、F80

HA0
JA0

a
1.9
3.1
4.5

b
3.5
4.2
4.4

c
1.6

[mm]

2.2
2.2

217

230
ピーク

プレヒート

ピーク温度

時間

217℃を超える時間

230℃を超える時間

◆使用上の注意

１.  はんだ付け方法
チップ形はリフローはんだ用のため、 ディップはんだには適応出来ませんので、
ご注意願います。

２.  リフローはんだ付けについて
上記のはんだ付け方法と推奨条件内でご使用願います。尚、同じ設定条件でも、
下記の条件の違いにより、温度差が出てきますのでご注意ください。上記の推奨
条件と異なる場合は、貴社にて実際にコンデンサにかかる温度ストレスについて
ご確認後、別途お打合わせさせていただきます。尚、不明な点がございましたら、
弊社までお問い合わせ願います。

　　　製品の位置の違い。（基板の中央部より端部の温度上昇は高くなります。）
　　　部品点数、実装密度の違い。（部品点数が少なく、実装密度が低い程、温度上

昇は大きくなります。）

　　　使用基板の種類の違い。（同じサイズ・厚さの場合、同じ基板温度とするため
には、ガラスエポキシ基板よりセラミック基板の方が設定温度を低くする必要が
あり、部品に対するストレスは大きくなります。）

　　　基板の厚さの違い。（基板が厚いほど、　と同様に炉内温度設定を高くする必要
があります。）

　　　基板の大きさの違い。（基板が大きいほど、　と同様に炉内温度設定を高くする
必要があります。）

　　　はんだ厚の違い（はんだ厚が極めて薄い場合、弊社まで問い合わせ下さい）。
　　　赤外線リフローにてはんだ付けされる場合は、ヒーターの位置の違い。（下加

熱は、ホットプレート法と同様に、コンデンサに対するダメージが軽減されます。）
　　　はんだ付け条件によって漏れ電流は、はんだ付け後に高くなる（数 mA 程度）

場合があります。尚、電圧を印加して使用することによって、漏れ電流は次第に
小さい値になります。

VPS（Vapor Phase Soldering）によるはんだ付けについては、別途お問い合
わせ下さい。

３.  はんだ手直しについて
　　 はんだ付けのミスがあった場合は、はんだゴテにより手直しをお願いします。こ

のときは、コテ先温度 380 ± 10℃、3 ± 0.5 秒にてはんだ付けをお願いします。

４.  機械的ストレスについて
　　 はんだ付け後、コンデンサに機械的ストレスをかけると不具合になることがあり

ますので、ご注意願います。コンデンサ本体を持ったり、コンデンサを押したり、
基板を反らしたりすることは避けて下さい。

５. 接着剤について
　　 接着剤による製品の固定をお勧め致します。接着剤の選定に対しては次の点を考

慮願います。
　　　 短時間になるべく低い温度で硬化すること。
　　　 強い接着力が得られ、硬化後耐熱性に優れていること。
　　　 ポットライフが長いこと。
　　　 製品に対する腐食性のないこと。

６.  基板洗浄について
　　 許容条件内にて洗浄をお願いします。また、洗浄直後に 50 ～ 85℃の熱風乾燥を

10 分間以上実施し、洗浄液が残らないようにして下さい。

７.  コーティングについて
　　　 実装後、基板を樹脂コーティングする場合、コンデンサに対するストレスを軽

減するため、緩衝剤を塗布することを推奨します。（無塩素系のコーティング樹
脂をご使用下さい。）

　　　 樹脂コーティングする場合は、洗浄液が残ってないことを確認してから樹脂
コーティングして下さい。

８.  樹脂モールドについて
　　 樹脂中に塩素イオンが多い場合、その成分が封口ゴムを通して内部に侵入し不具

合を発生させることがありますのでご注意願います。

９.  その他
　　使用上の注意（導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ）もご参照下さい。
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